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产品特点 

　� 自动图像识别系统�

可以方便地设定在基板上的点胶位置，设备运行时可以有效捕捉对应的基准点做对比和校正，更加有效地校正针

头的位置和高度。�

　� 运动系统�

X 轴和 Y 轴最大速度为 1000mm/s，加上图像识别系统的辅助定位，使整台设备运动更加快速和准确，效率更

高。Z 轴行程为 100mm，可以兼容多种不同高度的产品进行点胶作业。�

　� 清洗及称重�

生产作业时，针头可以设定到指定位置进行清洗，擦除多余的胶水和污物，也可以借助图像识别系统进行更换喷

嘴或针头，或者进行点胶位置的校正。配备万分之一或十万分之一克的精密天平配合喷射阀使用，通过称重和自

动校正的方式保证每次胶水用量一致，更好地保障产品品质。�

　� 送料系统�

传送带将基板从上游加工设备传送到点胶位置，点胶完成后再将基板传送到下游加工设备，也可以将传送带设定

为“BY�PASS”状态，当做单纯的传送带使用，传送带速度和宽度可以根据使用要求进行调节。�

　� 胶体输出方式�

本设备标准配置为 Q1 系列气动高速喷射阀（每秒最高 200 点），可任意设定点的大小，最小单点直径可达 250

微米，最高涂料粘度可达 25 万 CPS，  最小单点胶量可达 0.015mg，喷胶量稳定。可配多规格喷嘴。                         

也可以选配市面上任意品牌压电陶瓷阀，也可以根据客户需求换装其它类型点胶阀，本机软件都可支持。�

　� 操作便利性�

更换新产品时，软体设计有快速定位检测模式，全程图像示教编程，新产品 5 分钟以内即可切换完毕。�

另可以简单设置多段线总重量控制功能，无需每条路径手动微调校正重量。便利性属业界遥遥领先。�



 

应用范围   

 VCM，CCM 组装点胶� ���

 指纹模组组装点胶�

 FPC/PCB 零件保护、包封、补强点胶�

 IC 零件 Under�fill、引脚保护�

 手机、连接线外壳点 PUR 热熔胶粘接固定�

 手机天线点胶�

 微量精密底部填充�

 密封保护�

 BGA 焊点增强�

 芯片包封材料�

 芯片级封装�

 非流动底部填充�

 腔体填充�

 导电胶�

 晶圆黏贴�

 生命科学�

 零件涂覆保护�

 电容屏 UV 胶围坝�

 

 

 

 

   



 

应用行业解决方案 

在如今的微电子行业，技术创新引领着潮流的变化。特别是在消费电子类行业，产品体积越来越小，但其制作工

艺的复杂程度却呈现出反比上升的趋势。因而喷射技术因其高速度，高复杂化，高精密度的特性其逐渐显示出它

无法替代的优势。 

 

 SMA 应用，在这类应用中需要在焊锡过后的 PCB 板上涂覆一层涂覆胶(三防胶）。喷射技术的优势在于胶阀

的喷嘴可以在同一区域快速喷出多个胶点，这样可以保证胶体被更好的涂覆，并不影响先前的焊锡效果。 

 转角粘结工艺，是指在将 BGA 芯片粘结到 PCB 板之前，将表面贴片胶(SMA）预先点在 BGA 粘结点矩阵的边角。

对于转角粘结来说，喷射点胶的优势就是高速度、高精度，它可以精确地将胶点作业到集成电路的边缘。 

 芯片堆叠工艺，即将多个芯片层层相叠，组成一个单一的半导体封装元件。喷射技术的优势在于能将胶水精

确喷射到已组装好的元件边缘，允许胶水通过毛细渗透现象流到堆叠的芯片之间的缝隙，而不会损坏芯片侧

面的焊线。 

 芯片倒装，即通过底部填充工艺给和外部电路相连的集成电路芯片、微电子机械系统（MEMS）等半导体器件

提供更强的机械连接。精确、稳定的高速喷射点胶技术能给这些应用提供更大的优势。 

 IC 封装, 是指用 UV 胶将元件封装在柔性或硬性板表面。封装赋予电路板表面在不断变化的环境条件所需要

的强度和稳定性。喷射点胶是 IC 封装的理想工艺。 

 医用注射器润滑，光学硅胶内窥镜镜头粘接，UV 胶针头粘接，蛋白溶液精密分配等，这类对速度和胶点大

小有严格要求的应用，喷射技术都是很好的解决方案。 

 血糖试纸、动物用检测试纸上喷涂生物材料、试剂，在将材料喷涂到试纸的过程中，喷射技术可以实现高速

度、高精度和高稳定性。喷射技术还能避免操作过程中的交叉污染，因为阀体与基材表面全程无接触。 

 LED 行业应用：荧光层组装前在 LED 芯片上喷射胶水，LED 封装硅胶喷涂，COB 多结封装围坝喷胶应用等。 
 

 

 

 

 

 

 

 
深圳市锐祺工业设备有限公司 
联系人：伍胜光 
电话：15002065056 
地址：深圳市宝安区 49区海汇路北华创达文化科技产业园 C1118室   
 
 
更多精彩视频，欢迎致电索取！ 


